POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA

Ege. SLUZBOWY

OPIS PATENTOWY

68130

Patent dodatkowy
do patentu 66067

Pierwszenstwo:

URZAD
PATENTOWY
PRL

Zgtoszono: 19.1.1971 (P 145 715)

Opublikowano: 29.IX.1973

Kl. 21g,10/02

MKP HO01g 1/02
CZYTELNIA

it e

Twoérca wynalazku: Zdzislaw Tade]

Wlasciciel patentu: Zaklady Podzespolow Radiowych ,Miflex”, Kutno

(Polska)

Sposob hermetyzacji podzespolow elektronicznych, zwlaszcza
kondensatorow

1

Wynalazek dotyczy ulepszenia sposobu hermety-
zacji podzespot6w elektronicznych, zwlaszcza kon-
densatoréw wedlug patentu nr 66 067.

Zgodnie z wynalazkiem opatentowanym za nr
66 067, do dolnej czeSci formy wypelnionej odpo-
wiednig porcjg masy zalewowe] dociska sie cze§é
gorng, w ktorej otworach ksztaltujacych obudoweg
umieszcza sie podzespoly, podwieszajgc je poprzez
zagiecie koncowek.

Wadg tego sposobu jest trudnos¢ prostowania
koncowek, w celu oddzielenia obudowanego pod-
zespolu od plyty mocujgcej.

Celem wynalazku jest spos6b zamocowania pod-
zespolu elektronicznego, zwlaszcza kondensatora,
podczas wykonywania jego obudowy bez koniecz-
nosci zaginania koncowek.

Spos6b wediug wynalazku polega na tym, ze do
dolnej czesci formy, wypelnionej porcjg masy za-
lewowe]j, dociska sie cze$¢ gbérna, w ktorej otwo-
rach przelotowych ksztaltujacych obudowe umiesz-
cza sie sprezyste piytki, wygiete na ksztalt litery
,»U”, na ktéorej osadza sie hermetyzowane podzes-
poty.

Wynalazek umozliwia umieszczenie kondensatora
w otworze przelotowym formy bez koniecznosci
mocowania go za koncowki.

Przedmiot wynalazku jest dokladniej wyjasniony
na podstawie jego przykladu zastosowania, uwi-
docznionym na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia
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forme przed zlozeniem, a fig. 2 przedstawia forme
po jej zlozeniu.

' Piytke 1 wykonang z folii aluminiowej, lamino-
wanej po jednej stronie folig poliestrowsa, a po
drugiej papierem, umieszcza sie w otworze przelo-
towym 2 gérnej czesci formy 3, wyginajgc jg na
ksztalt litery ,,U” w ten spos6b, aby folia polie-
strowa byla wewngtrz. Nastepnie wklada sie do
otworu przelotowego 2 zwijke 4 kondensatora
z metalizowanego poliestru, ktéra osiada na plytce
1, a odpowiednie polozenie koncowek 5 i zwijki 4
zapewnia plyta rastrowa 6. Tak przygotowang
goérng cze$é formy 3 zawiesza sie nad dolng czescig
formy 7 o ksztalcie tacy, w komorze prézniowej.
Po odgazowaniu zwijki 4 i kauczuku silikonowego
3, ktéorym jest wylozona taca 7, wlewa sie do niej
odpowiednig porcje masy zalewowej 9, wykonanej
z zywicy epoksydowej. Z kolei, géorng czes¢ formy
3 osadza sie w tacy 7 na wykladzinie kauczukowej
8. Woéwezas masa zalewowa 9 wplywajgc do otworu
przelotowego 2 goérnej cze$ci formy 3 pokrywa -
zwijke 4. Po utwardzeniu masy zalewowej 9 zdej-
muje sie z koncoéwek 5 plyte rastrowg 6 i wypycha
sie obudowang zwijke 4 z otworu przelotowego 2
gornej cze$ci formy 3.

Zastrzezenie patentowe

Spos6b hermetyzacji podzespotéw elektronicznych,
zwlaszcza kondensatordow, polegajacy na tym, ze
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do dolnej cze$ci formy, wypelnionej porcjg masy
zalewowej, dociska sie cze$§é gorng, w ktérej otwo-
rach ksztaltujacych obudowe umieszcza sie pod-
zespoly, wedlug patentu nr 66 C67, znamienny tym,

4
Zze podzesp6t (4) osadza sie na piytce (1) w otworze
przelotowym (2) formy (3), przy sile tarcia plytki
(1) o $cianki formy (3) co najmniej roéwnej sile
ciezkosci podzespolu (4), przylozonej do piytki (1).
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